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成果摘要： 

本专题是将（4～8）英寸硅片减薄至（0.2mm），载带上芯片焊接后须在2～3分钟快速固化，金丝球焊保证低弧度

0.13mm ，UV胶封装后模块厚度≤0.58mm，封胶面积＜48.9平方毫米。模块技术指标符合ISO7816，经得起一定强度

的扭、弯力，滴胶温度、速率、针阀流量、固化时间及强度等达到最佳参数，保证产品的质量和可靠性，有利于提高现

代化管理水平和人民生活质量，前景可观。 

IC卡（存储器）芯片UV胶封装大生产技术研究
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